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【57】申請專利範圍
1.　一種嵌埋被動元件之轉接介面板結構，包括：一轉接基板，該轉接基板具有兩個芯層以
及一開槽；一被動元件，該被動元件設置於該開槽中；一黏著層，該黏著層的一部分夾

置於該兩個芯層之間，且該黏著層的另一部分經熔融而填充於該開槽中以結合該被動元

件；以及一線路層，該線路層設置於該轉接基板上，並通過該開槽以接觸該被動元件之

一電極；其中，該被動元件包括一被動元件本體與分別設置於該被動元件本體兩端的一

第一端電極及一第二端電極，該第一端電極具有一第一基部及一由該第一基部延伸所形

成的第一延伸部，且該第一基部從該第一表面外露，該第二端電極具有一第二基部及一

由該第二基部延伸所形成的第二延伸部，且該第二基部從該第二表面外露。

2.　一種嵌埋被動元件之轉接介面板結構，包括：一轉接基板，該轉接基板具有兩個芯層以
及一開槽；一被動元件，該被動元件設置於該開槽中；一黏著層，該黏著層的一部分夾

置於該兩個芯層之間，且該黏著層的另一部分經熔融而填充於該開槽中以結合該被動元

件；以及一線路層，該線路層設置於該轉接基板上，並通過該開槽以接觸該被動元件之

一電極；其中，該被動元件包括一被動元件本體與分別設置於該被動元件本體兩端的一

第一端電極及一第二端電極，該第一端電極具有一第一基部及一由該第一基部延伸所形

成的第一延伸部，該第二端電極具有一第二基部及一由該第二基部延伸所形成的第二延

伸部，而該第一延伸部的一部分及該第二延伸部的一部分從該第一表面外露，且該第一

延伸部的另一部分及該第二延伸部的另一部分從該第二表面外露。

3.　如請求項 1或 2所述的嵌埋被動元件之轉接介面板結構，其中該黏著層的該另一部分填
充於該被動元件與該開槽之間的一間隙。

4.　如請求項 1或 2所述的嵌埋被動元件之轉接介面板結構，其中該轉接基板具有一第一表
面及一相對於該第一表面的第二表面，且該開槽貫穿該第一表面及該第二表面。

5.　如請求項 1所述的嵌埋被動元件之轉接介面板結構，其中該黏著層的該另一部分圍繞包
覆該被動元件的整個周邊邊緣、該第一延伸部及該第二延伸部。
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6.　如請求項 5所述的嵌埋被動元件之轉接介面板結構，其中該線路層包括一第一線路層及
一第二線路層，該第一線路層設置於該第一表面上，且該第一線路層與該第一基部接

觸，該第二線路層設置於該第二表面上，且該第二線路層與該第二基部接觸。

7.　如請求項 2所述的嵌埋被動元件之轉接介面板結構，其中該黏著層的該另一部分圍繞包
覆該被動元件的整個周邊邊緣、該第一基部及該第二基部。

8.　如請求項 7所述的嵌埋被動元件之轉接介面板結構，其中該線路層包括一第一線路層及
一第二線路層，該第一線路層設置於該第一表面上，且該第一線路層與該第一延伸部的

一部分及該第二延伸部的一部分接觸，該第二線路層設置於該第二表面上，且該第二線

路層與該第一延伸部的另一部分及該第二延伸部的另一部分接觸。

9.　一種晶圓測試介面組件，包括：一 PCB母板，該 PCB母板上具有一第一焊墊陣列；以
及一如請求項 1或 2項中任一項所述的嵌埋被動元件之轉接介面板結構，其中該線路層
包括一相對於該第一焊墊陣列的第二焊墊陣列，且該第一焊墊陣列與該第二焊墊陣列透

過一導電凸塊陣列相互連接。

圖式簡單說明

圖 1為本發明嵌埋被動元件之轉接介面板結構的製造方法的流程示意圖。
圖 2至圖 6為本發明第一實施例之嵌埋被動元件之轉接介面板結構的製造過程示意圖。
圖 7至圖 10為本發明第二實施例之嵌埋被動元件之轉接介面板結構的製造過程示意圖。
圖 11為根據本發明之圓測試介面組件的示意圖。

(2)

- 6881 -



(3)

- 6882 -



(4)

- 6883 -



(5)

- 6884 -



(6)

- 6885 -


